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说明
LORD ThermosetTM ME-588 BK 密封胶是一种不含酸酐

的、半导体级环氧底部填充产品，专门用于填充高密度

封装的阵列倒装芯片器件。 它具有必要的结构强度来满

足包覆注塑工艺。

Thermoset ME-588 BK 密封胶可以快速固化，可适应无

铅回流焊制程中的 260°C 的峰值温度。

特点和优点
可喷射 – 粘度低，适于高速喷射点胶。

自整形 – 通过表面张力和粘度流动性质，以实现完全覆

盖，而不在器件上产生明显的凸起。

ThermosetTM ME-588 BK 底部填充胶
热膨胀系数低 – 最大程度地减小温度循环过程中 

（-40°C 到 +150°C）发生开裂的可能性；具备卓越的耐

热冲击性能。

流速快 – 具备连续的流动性，保持较快的流速的同时，

不产生空隙；可用于填充不同尺寸的高密度封装芯片，

以及焊点高度小于25微米的器件底部。

粘结性好 – 与层压板、陶瓷基板、阻焊油墨和金属表面

有良好粘结力。

器件的可靠性 – 具备高玻璃化温度和高韧性，从而减少

焊点上受到的热应力。

  典型属性* 

未固化

外观 		  黑色液体

粘度，cps (25°C)		  15,000
比重		  1.54
120°C 时的凝胶时间（分钟）		  6
操作时间，小时 (25°C)
	 粘度上升20%		  20
	 粘度上升50%		  50

已固化

体积电阻率，欧姆-厘米，25°C		  >1 x 1013

线性热膨胀系数，ppm/°C
	 alpha 1		  44
	 alpha 2		  100
玻璃化温度 (Tg)，°C		  148

		  热机械分析

储存模量，MPa		  5027
介电强度, V/mil		  945

*这些数据仅为典型值，不可用于产品规范。
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LORD 提供与粘合剂与涂层、振动与运动控制、磁响应技术有关的宝贵专业知识。本公司工作人员与客户通力合作，帮助其提高产品价值。

在日新月异的市场上，我们不断创新，迅速响应，致力于为全球客户提供解决方案 ... Ask Us How。

本公司未对每批生产的材料均进行所有的测试，因此本技术数据表所含的数值仅为典型值。如欲获取有关特定产品最终用途的正式产品规格，

请联系客户支持中心。 

此处提供的信息均基于本公司认为可靠的测试。对于他人会如何使用这些信息，LORD Corporation 无法控制，因此本公司并不保证可以获得何

种结果。此外，如果本品被任何第三方（包括但不限于任何产品最终用户）重新包装，则LORD Corporation不保证本品的性能或使用本产品或
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使用方法
涂敷 – 在用点胶设备施胶之前，需要将密封胶的温度升

到室温（理想温度 20-25°C）。 在室温环境下，将胶管

垂直放置，注胶头向下，使之融化。 请查阅处理说明**
获取详细指南。

要缩短底部填充时间，可以在施胶之前将基板预热到 

100°C。

将胶管安装在经过彻底清洁的点胶设备上，通过该系统

将密封胶挤出，直至形成连贯的胶条。 用点胶机将底部

填充胶涂敷成角点、线条或 L 型的形状。

固化 – 在 160-165°C 时材料固化所用的时间为 7-20 分
钟。这个时间-温度曲线反映了当材料达到其设定温度

后，进行固化所需要的时间。 应针对固化炉升温速率、

其他的具有大的热质量的器件以及可能令材料延迟达到

设定温度的其它因素，留出时间余量。

在低于 160°C 的温度下，材料也可以固化，但需要较长

的时间。

清除 – 使用丙酮或异丙醇之类的常用有机溶剂清除未固

化的密封胶。

保质期/储存
在温度为 -40°C 的地方存放在未开封的原始容器中，保

质期为从生产日期起六个月。 胶管必须在 -40°C 温度

下垂直放置，并保持注胶头朝下。 注胶筒不得水平（横

向）存放。

该材料应在冷冻条件下运输和存放。 请查阅处理说明**
了解融化操作。

警示信息
使用本品或洛德 (LORD) 任何产品之前，请参阅安全数

据表 (SDS) 和产品标签上关于安全使用和处理的说明。

仅可用于工业/商业用途。 使用本品者事先必须接受相

关培训。 不得用于家庭用途。 不得用于消费品。

**处理说明可在 LORD.com 查询。
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